
車載分野
安全システム、インフォテインメント、EV充電、ECU、先進
運転支援システム、自動運転

主な実績および注力アプリケーション

医療機器分野
高信頼性が求められる医療用途
(補聴器、インスリンセンサー等)

産業機器分野
流量計、スマート製造等

通信分野
5G基地局とモバイル充電ユニット等
運転支援システム、自動運転

車載・産機向け基板技術
（インド工場）

インド国内最大のプリント基板工場
生産品目: 多層貫通基板、ビルドアップ基板
車載、産業機器分野で２５年以上の実績
インド現地生産により日系企業様の現地調達をサポート

HDI Multilayer

AT&S Capabilities
貫通基板 / ビルドアップ基板 

ML / HDI

層数 Layer count / Stack-up up to 18 layers (ML) 
up to 5-n-5 (HDI)

板厚 Thickness 0.5 mm ~ 2.4 mm

ライン/スペース Line/Space 50 µm / 50 µm

最小パッド径 min. Pad Φ 200 µm

最小ドリル径 min. mech. Φ 200 µm

最小レーザー径 min. laser Φ 75 µm (core) /  
62.5 µm (build-up layers)

表面処理 Surface finish OSP, ENIG, Hard Gold, Immersion 
Tin, HASL lead-free

フィルドビア Filled Vias OSP, ENIG, Hard Gold, Immersion 
Tin, HASL lead-free

バックドリル Back Drilling Yes

100% SM Plug-in Yes

100% Resin Plug-in Yes

Edge Plating Yes

2.5DR (Rigid Semi-flex PCB) Yes

2.5DC (Cavity) Yes

対応基材 Available Materials
FR-4, High Tg, Low CTE, Low 
LossShengyi / Nanya / EMC / 

Panasonic / Nouya
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